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Fig. 1. Principe de simulation. 

Fig. 2. Description de la face supérieure du prototype. 

Fig. 3. Modélisation électrique du prototype sain dans les 

conditions d’expérimentations. 



Fig. 4. Comparaison des simulations des modèles sain et 

défaillant du prototype sous test. 

Fig. 5. Prototype de test réalisé. 

Fig. 6. Expérimentation mise en œuvre. 

Fig. 7. Comparaison des mesures des prototypes sous test 

sain et défaillant. 

Fig. 8. Comparaison de la simulation et de la mesure du 

prototype sous test sain. 



Fig. 9. Comparaison de la simulation et de la mesure du 

prototype sous test défaillant. 
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